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内容概要

本书是《新材料及高技术中的应用丛书》的第三册，内容包括电子封装工程概述、电子封装工程的演
变与进展、薄膜材料与工艺、厚膜材料与工艺、有机基板、无机基板、微互联技术、封装与封接技术
、BGA与CSP封装、电子封装的分析、评价及设计、超高密度封装的应用和发展等内容。
书中从微电子封装的基本概念及其演变与进展入手，针对高密度电子封装，详细讨论了制造工艺、相
关材料及应用等各个方面，内容适用于微电子、电子元器件、半导体、材料、计算机与通信、化工、
机械、塑料加工等各个领域的人员阅读。
本书可以作为相关专业本科生、研究生的教材，也可作为广大科技工作者、工程技术人员的参考书。
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